关于2026年材料与智能制造学院陶瓷产品视觉检测实训设备采购项目采购市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购2026年材料与智能制造学院陶瓷产品视觉检测实训设备采购项目设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
一、项目基本情况
1.项目名称：2026年材料与智能制造学院陶瓷产品视觉检测实训设备采购项目
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3.项目概况：为提升我院在陶瓷智能制造领域的教学与实践能力，主要用于陶瓷材料的制备。拟采购陶瓷产品静态图像处理训练平台6套及陶瓷产品动态图像处理训练平台2套。主要用于机器视觉检测技术教学及实训。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
四、报送时间
[bookmark: _GoBack]1.调查函回函文件请于2026年7月23日24时前，以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。
2.联系人及联系方式
黄老师       联系电话：18879878393
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号
江西陶瓷工艺美术职业技术学院材料与智能制造学院
                                2026年7月17日
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2026年材料与智能制造学院陶瓷产品视觉检测实训设备采购项目采购市场调查函
使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：材料与智能制造学院
使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年7月17日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：黄老师、18879878393
	设备（服务）
名称
	2026年材料与智能制造学院陶瓷产品视觉检测实训设备采购项目
	数量
（单位）
	8

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	一、技术需求
	陶瓷产品静态图像处理训练平台
	1.平台整体
（1）平台至少包括：试验台体且至少能承受100KG重量，3D工业相机1个，2D 500万像素黑白工业相机1个，2D 600万像素彩色工业相机1个，6 mm、8 mm、12 mm工业镜头各1个，光源控制器1个，环形RGB光源、穹顶光源、同轴光源、条形光源、背光源各1个，工控机1套，配套视觉软件1套，同时设备需满足工业视觉初中级考证使用。
（2）平台整体尺寸长≥1500mm、宽≥1000mm、高≥1570mm。
2.试验台台体
（1）试验台台体内置试验架需包含相机、光源、光学玻璃支架，相机支架要求支持上下及左右调节，光源支架需支持上下及旋转角度调节，光学玻璃支架需支持上下调节，平台需配备视觉配件器件柜，柜内需采用eva材料定制仿形；
（2）要求主体采用钣金搭建表面烤漆、墨绿半透明亚克力板封装；要求光学玻璃支架高度可调范围不低于：0-400mm；要求光源高度可调范围不低于：0-500mm；要求相机工作距离可调范围不低于：0-600mm。
3.工业相机
平台配置要求分别如下：
（1）3D工业相机：
单DOE散斑结构光立体相机（小件体积测量）；
近视场：≤325 mm×320 mm；
远视场：≥1850 mm×1600 mm；
净距离（CD）：≥300 mm；
测量范围（MR）：≤1200 mm；
深度图检测精度：X,Y：≤5 mm@1 m；≤10 mm@2 m；Z：≤10 mm@1 m；≤20 mm@2 m；
彩色图检测精度：X,Y：≤2.6 mm@1 m；≤5.5 mm@2 m；
扫描帧率：深度图：≥Max 17 fps@1280×1024；RGB图：≥Max 17 fps@1536×1280；深度图+RGBD图同步输出：≥Max 14 fps@1280×1024；
数据类型：至少包含原始图（黑白+彩色）,矫正图（左右）,深度图；
数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）；
要求数字I/O：6-pin M8航空头接口或 M12 航空头兼容提供供电和I/O,1路光耦隔离输入（Line 0），1路光耦隔离输出（Line 1）,1路可配I/O（Line2）；
供电：12~24 VDC；
典型功耗：≤5.5 W@12 VDC；
IP防护等级：不低于IP40；
要求高性能Sensor搭配高能效激光模块，稳定、高效输出毫米级精度深度图；要求采用AI硬核，支持自定义深度学习算法模型；出厂需完成内参标定，要求提供多平台SDK，方便二次开发；要求配备窄带滤光片；要求千兆网络传输接口。
（2）2D工业相机1
≥500万像素网口面阵相机；
传感器类型：CMOS，全局快门；
像元尺寸：≥3.45µm×3.45µm；
靶面尺寸：≥2/3”；
分辨率：≥2448×2048；
最大帧率：≥35.6 fps@2448×2048 Mono 8（开启无损压缩）；
动态范围：≥71 dB；
信噪比：≥39.8 dB；
增益：0 dB~24 dB；
曝光时间：超短曝光模式：1μs~14μs；
标准曝光模式：15μs~10 sec；
快门模式：要求至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式；
黑白/彩色：黑白；
像素格式：要求不少于Mono 8/10/10Packed/12/12Packe d；
Binning：要求支持1×1，2×2，4×4；
下采样：要求支持1×1，2×2；
镜像：要求支持水平镜像、垂直镜像输出；
数据接口：要求支持Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）兼容Fast Ethernet（100 Mbit/s）；
要求数字I/O：6-pin P7接头提供供电和I/O：1路光耦隔离输入（Line0），1路光耦隔离输出（Line1），1路双向可配置非隔离I/O（Line2）；
供电：9~24 VDC，需支持PoE供电；
典型功耗：≤2.6 W@12 VDC；
镜头接口：C-Mount；
IP防护等级：不低于IP40；
相机需通过正旋振动试验检测，在经历不低于3g 加速度、频率55Hz 的震动后仍能正常工作；
相机通过光生物安全性检测，检测标准依据GB/T20145-2006 或等效国家标准；
要求支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、LUT、Gamma校正等；要求相机植入无损压缩、降噪、CCM等功能；要求千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可达100m；要求兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准，无缝接入第三方软件。
（3）2D工业相机2：
≥600万像素网口面阵相机；
传感器类型：CMOS，卷帘快门；
像元尺寸：≥2.4µm×2.4µm；
靶面尺寸：≥1/1.8”；
分辨率：≥3072×2048；
最大帧率：≥19.1 fps@3072×2048 Bayer RG 8；
动态范围：≥71.3 dB；
信噪比：≥41.3 dB；
增益：0 dB~24 dB；
曝光时间：25μs~2.5 sec；
快门模式：要求支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，支持Global Reset和Trigger Rolling功能；
黑白/彩色：彩色；
像素格式：要求不少于Mono 8/10/12，Bayer RG 8/10/1 0Packed/12/12Packed，YUV422Packed，YUV422_YUYV_Packed，R GB 8，BGR 8
Binning：要求支持1×1，2×2；
下采样：要求支持1×1，2×2，4×4；
镜像：要求支持水平镜像、垂直镜像输出；
数据接口：要求支持Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）兼容Fast Ethernet（100 Mbit/s）；
要求数字I/O：6-pin P7接头提供供电和I/O：1路光耦隔离输入（Line0），1路光耦隔离输出（Line1），1路双向可配置非隔离I/O（Line2）；
供电：9~24 VDC，要求支持PoE供电；
典型功耗：≤2.5 W@12 VDC；
镜头接口：C-Mount；
IP防护等级：不低于IP40；
要求支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、LUT、Gamma校正等；要求相机植入CCM功能，图像质量优异；要求千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可达100m；要求相机支持四面安装；要求兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准，无缝接入第三方软件。
4.工业镜头
平台配置要求分别如下：
（1）工业镜头1：
焦距：6 mm；
F数：F2.4~F16；
像面尺寸：Φ9 mm（1/1.8''）；
分辨率：≥1000万像素；
最近摄距：≤0.1 m；
视场角：D（8.96mm）：≥72.96°;H（7.38mm）：≥62.46°;V（4.92mm）：≥44.05°;
接口类型：要求支持C-Mount；
法兰后焦：17.526 mm；
（2）工业镜头2：
焦距：8 mm；
F数：F2.8~F16；
像面尺寸：Φ11 mm（2/3"）；
分辨率：≥800万像素；
最近摄距：≤0.1 m；
视场角：D（11.1 mm）：≥68.46°;H（8.45 mm）：≥54.97°;V（7.07 mm）：≥47.06°;
接口类型：要求支持C-Mount；
法兰后焦：17.526 mm；
（3）工业镜头3：
焦距：12 mm；
F数：F2.8~F16；
像面尺寸：Φ11 mm（2/3"）；
分辨率：≥800万像素；
最近摄距：≤0.1 m；
视场角：D（11.1 mm）：≥48.57°;H（8.45 mm）：≥37.88°;V（7.07 mm）：≥32.04°；
接口类型：要求支持C-Mount；
法兰后焦：17.526 mm；
5.光源控制器
驱动方式：要求恒压；
PWM频率：≥156 KHz；
通道数：≥4；
调光方式：要求包含面板按键，串口通讯；
调光级数：0~255；
发光延迟时间：＜10μs；
触发模式：≤支持外触发；
通讯协议：要求支持RS-232；
适用光源：要求至少支持环光源，条光源，面光源，同轴光源；
输入电压：100~240 VAC，50/60 Hz；
输入电流：≤1.8 A；
输出电压：≥24 VDC；
输出电流：≥2.5 A max；
输出功率：≥60 W max；
单通道输出电流：≥2.5 A max；
外触发输入：要求支持电平信号DC 5~24 V/6 mA；
电源接口：要求AC插座；
控制接口：要求支持串口；
数字I/O：要求支持至少4路输入；
光源输出接口：要求支持SMR-03V-BC；
外壳材质：要求工程塑壳；
温度：工作温度0~40℃,储藏温度-20~60℃;
湿度：20%~85%RH无冷凝；
IP防护等级：不低于IP30；
冷却方式：要求强制冷却（内置风扇）；
要求外触发采用高速光耦隔离设计，提供准确、高可靠性触发信号；
要求具备掉电保存、过载/短路保护功能。
6.光源
平台至少配备5个光源，配置要求分别如下：
（1）光源1：环形RGB光源
颜色：要求RGB3色可调节；
功率：≥29.2 W；
外形直径：≥φ120mm；
开孔直径：≥φ75mm；
发光区直径：≥φ106mm；
接口类型：SMR-03V-B*3；
供电线长度：≥500 mm*3；
温度：工作温度0~40℃,储藏温度-20~60℃;
湿度：20~85%RH无冷凝；
漫射板：标配；
要求使用大功率贴片LED，亮度高。
（2）光源2：穹顶光源
外形直径：≥φ175mm；
开孔直径：≥φ35mm；
发光区直径：≥φ116mm；
接口类型：SMR-03V-B；
供电线长度：≥500 mm；
温度：工作温度0~40℃,储藏温度-20~60℃;
湿度：20~85%RH无冷凝；
漫射板：标配；
要求采用特殊工艺的半球形漫射壁，漫射光效均匀性好；
要求使用大功率贴片LED，亮度高。
（3）光源3：同轴光源
颜色：要求White；
色温：6000~7000K；
接口类型：SMR-03V-B；
功率：≥5.5 W；
供电线长度：≥1 m；
外形尺寸：≥79 mm×59.7 mm×56 mm；
发光区尺寸：≥50 mm×50 mm；
重量：≥250 g；
温度：工作温度0~40℃,储藏温度-20~60℃;
湿度：20~90%RH无冷凝；
漫射板：标配；
要求采用特殊分光镜设计，提升光照效率；
（4）光源4：条形光源
颜色：要求White；
色温：6000~7500K；
最佳工作距离：30~500 mm；
接口类型：SMR-03V-B；
功率：≤10 W；
灯珠排数：≥4；
供电线长度：≥1 m；
外形尺寸：≥153 mm×30 mm×30 mm；
发光区尺寸：≥141 mm×21.6 mm；
重量：≥0.28 kg；
温度：工作温度0~40℃,储藏温度-20~60℃;
湿度：20~90%RH无冷凝；
漫射板：PMMA；
要求可自由调节照射方向和照射角度；
要求支持多面安装。
（5）光源5：背光源
颜色：要求White；
色温：6000~7000K；
中心照度：≥60000 lux@100 mm；
接口类型：SMR-03V-B；
功率：≥36 W；
供电线长度：≥1 m；
外形尺寸：≥182 mm×163 mm×18 mm；
发光区尺寸：≥150 mm×150 mm；
重量：≥0.5 kg；
温度：工作温度0~40℃,储藏温度-20~60℃;
湿度：20~90%RH无冷凝；
漫射板：标配；
要求采用高密度阵列式LED，可提供均匀性光照；
要求提供侧面安装挂耳，安装方式灵活。
7.集中式工控机
（1）处理器：不低于 6核心处理器；
（2）芯片组：不低于LGA 1200 插槽，mATX主板；
（3）内存：不低于DDR4 16GB；
（4）存储：不低于512GB 固态硬盘；
（5）网络接口：不少于2个Intel网口；
（6）USB接口：不少于4个USB3.0接口，不少于2个USB2.0接口，内置不少于2个USB2.0插针，不少于2个USB Dongle；
（7）扩展接口：至少提供1个PCIe x16，1个PCIe x4，2个PCI接口；
（8）显示器：不低于1920*1080@60Hz；不低于23英寸；
（9）音频接口：要求支持Mic-in，Line-out；
（10）供电：110~240VAC；
（11）最大功耗：不小于150W；
（12）外形尺寸：≤330 mm×300 mm×159 mm（L*W*H）；
（13）温度：工作温度：0~40℃,存储温度：-20℃~60℃;
（14）湿度：20%~95%RH无冷凝。
8.配套视觉软件
（1）要求自带图像处理软件算法库；
（2）要求2D部分集成如下图像处理工具：
①图像采集：要求至少包含图像源、多图采集、输出图像、缓存图像、光源；
②定位：要求至少包含模板匹配、图形定位、位置修正、BLO B分析、BLOB标签分析、圆查找、椭圆查找、阵列圆查找、直线查找、直线查找组合、多直线查找、边缘交点、四边形查找、平行线查找、平行线计算、矩形检测、中线查找、垂线查找、角平分线查找、卡尺工具、边缘查找、顶点检测、路径提取、目标跟踪；
③测量：要求至少包含线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、间距检测、像素统计、直方图工具；
④识别：要求至少包含DL读码、条码识别、二维码识别、DL字符定位、DL字符识别、DL单字符检测、字符识别、ML分类；
⑤缺陷检测：要求至少包含表面缺陷滤波、字符缺陷检测、异常检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、直线边缘缺陷检测、直线对缺陷检测、圆弧对缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘位置趋势分析、边缘对位置趋势分析；
⑥标定：要求至少包含N点标定、N图像标定、标定板标定、相机映射、映射标定、畸变标定、平移旋转标定、旋转标定、标定加载；
⑦运算：要求至少包含单点对位、单点抓取、单点映射对位、单点纠偏、标定转换、点集对位、旋转计算、线对位、单位转换、变量计算、坐标转换；
⑧图像处理：要求至少包含图像二值化、图像滤波、形态学处理、图像增强、阴影校正、图像组合、图像归一化、图像运算、图像修正、仿射变换、逆仿射变换、图像缩放、几何变换、圆环展开、拷贝填充、畸变校正、图像矫正、图像拼接、清晰度评估、帧平均、多图融合；
⑨颜色处理：要求至少包含颜色抽取、颜色测量、颜色转换、颜色识别；
⑩拆分组合：要求至少包含划片拆分、二维阵列、多标签筛选、Box融合、Box重叠、Box过滤；
⑪图像生成：要求至少包含圆拟合、椭圆拟合、直线拟合、几何创建；
⑫深度学习：要求至少包含DL（快速）图像分割、DL实例分割、DL目标检测、DL分类、注册分类、DL图像检索、DL无监督分割、DL异常检测；
⑬逻辑工具：要求至少包含条件分支、条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、触发模块、图形收集；
⑭通信：要求至少包含接收数据、发送数据、相机IO通信、协议解析、协议组装。
（3）要求3D部分集成如下图像处理工具：
①采集：要求至少包含3D图像源、3D输出图像、3D相机参数设置、TIFF转深度图、CAD转点云；
②定位：要求至少包含匹配-深度图、尺度匹配-深度图、平面检测-深度图、位置修正-深度图、着地面检测-深度图、直线查找-深度图、匹配-轮廓图、特征定位-轮廓图、圆查找-轮廓图、直线查找-轮廓图、单团点云几何查找；
③测量：要求至少包含像素统计-深度图、统计测量-深度图、点面统计-深度图、索引深度图、体积测量-深度图、配准定位-深度图、阵列排序、行平面测距-深度图、单点跳动-深度图、横截面测量-轮廓图、点线统计-轮廓图、特征计算-轮廊图、连续特征检测-轮廊图、手眼转换-轮廓图、点点测量-深度图、点线测量、点面测量、线面测量-深度图、面面测量-深度图、尺度变换、平面点云属性计算；
④标定：要求至少包含直线标定、静态标定、动态标定、旋转标定、拼接标定；
⑤深度图像处理：要求至少包含灰度变换-深度图、法向量灰度图-深度图、二值化-深度图、转轮廓-深度图、转点云-深度图、转RGB-深度图、间隙填充-深度图、插值填充-深度图、截取-深度图、转换-深度图、滤波-深度图、法向量滤除-深度图、掩膜滤波-深度图、杂点过滤-深度图、基准矫正-深度图、差分-深度图、单数据源拼接-深度图、多数据源拼接-深度图、环视拼接投影-深度图、坐标系构建-深度图、路径生成、路径还原、轮廊截取-深度图、高度抽取-深度图、ROI转掩膜、柔性矫正-深度图、RGBD等间距转换-深度图、系统变换-深度图、旋转系统变换-深度图、坐标系变换-深度图；
⑥轮廓图处理：要求至少包含基准矫正-轮廓图、高度抽取-轮廊图、拟合差分-轮廊图、轮廊转灰度-轮廓图、拟合差分缺陷分类-轮廊图；
⑦点云图处理：要求至少包含点云降采样、点云上采样、点云截取、点云合并、点云坐标系转换、点云转深度图、三角面片生成稠密点云；
⑧图像生成：要求至少包含平面拟合；
⑨逻辑工具：要求至少包含ROI导入、3D点集、数据统计；
（4）要求支持串口：TCP等多种通讯模式和多种通讯协议，可对相机进行参数设定；
（5）要求软件集成光源控制模块，能够对光源进行亮度、模式、频闪等进行；
（6）要求软件采用流程设计、流程复用方式以及流程与事件触发机制的组合方式；
（7）要求软件支持图形化编程，提供图形用户界面（Graphical User Interface，GUI）；要求支持通过拖拽式操作快速搭建方案；要求支持实时显示个视觉功能模块的运行状态；
（8）要求软件支持自定义用户运行界面，控件可自由拖放；
（9）要求软件支持三种开发模式：
模式一：直接在GUI上搭建视觉方案；
模式二：在GUI上搭建视觉方案后，基于SDK进行应用层的二次开发；
模式三：基于算子开发包进行算子层级的二次开发。可将算子封装为自定义的视觉工具，集成到自定义的检测流程中。
（10）要求软件支持二次开发（基于SDK）。具有SDK接口。要求相较于自行开发视觉方案，基于SDK开发。要求支持将新增控件一键导入Visual Studio中，且支持基于QT、MFC、WPF和WinForm开发界面。
（11）要求软件基于并行异构计算加速技术、线程池及任务级并发技术、指令级和任务级并行处理技术；
（12）要求软件支持在线调试功能；
（13）要求软件支持深度图法向量滤除，模块计算深度图各有效点的法向量与Z轴夹角，滤除大于设定阈值的夹角点，从而实现过滤杂点。通过计算深度图各有效点的法向量与Z轴夹角，若夹角大于设定的阈值，则置为无效点；
（14）要求软件支持阵列排序，通过阵列排序模块，可对圆环、矩形和菱形ROI阵列进行自动排序，适用于有序化测量和工艺分析。
（15） 要求软件支持深度图配准定位，可对模型点集建模，将场景点集与模型进行配准，输出矫正后的场景点集；
（16） 要求软件支持尺度变换可将检测的像素值或角度转换为物理值。一般2D的检测算子输出的都是像素值，可用该模块将其转换为物理值；
（17）要求软件支持杂点过滤根据过滤窗口的大小滤除图像中的杂点。杂点为四邻域没有像素的点，行列分别进行滤波，行和列中的连续像素点小于设置的值则被滤除，反之则保留；
（18）要求软件支持深度图多数据源拼接，至少包含：并列拼接、对头拼接、对射拼接，在标定完后，将多个不同图像源（多相机）的图像进行拼接，输出一副拼接后的图像；
（19）要求软件支持ROI转掩膜，可绘制/继承ROI区域，并可以在ROI内部绘制最多32边形的屏蔽区域，输出ROI和屏蔽区掩膜信息，提供其他模块订阅使用；
（20）要求软件支持基准矫正原始点云经过旋转矩阵后旋转平移后，逆向进行点云转深度图处理，经过点云转深度处理后，对空点进行填充处理；
（21）要求软件支持拟合差分，不明显缺陷通过对输入的轮廓有效数据进行几何拟合，再跟深度图的每条轮廓像素Z坐标做差，获取对应的残差图。在残差图上特征不明显的缺陷会变得明显，可以准确提取到；
（22）要求软件支持3D点集，将多个三维点坐标（x、y、z）放进一个点集里；可给后续其他需要输入点集的模块使用；
（23）要求软件支持数据统计可统计其他模块的运行耗时与运行状态也能统计变量的最值与极差，还可显示变量的变化折线图；
（24）要求软件支持相机管理功能，可添加2D全局相机、Dalsa图像采集卡连接的Camera Link相机、迈创采集卡连接的Camera Link相机和3D相机（3D激光轮廓传感器和RGB-D相机），按需配置相机参数；
（25）要求软件可通过设置通信协议和参数，连接到对应的外部通信设备，从外部设备接收数据的同时，也能将数据发送至外部设备。要求支持TCP、UDP、串口通信、Modbus、PLC等通信协议。使用时，可根据实际情况选择不同的协议类型；
（26）要求软件支持控制器管理功能，可对光源控制器以及视觉控制器的光源及IO等功能进行设置，要求至少支持10种不同类型控制，最多可同时添加16个设备；
（27）要求软件支持本机加密狗加密及授权码加密，本机加密狗支持私有化加密和共享加密，且终身授权；
（28）要求提供两种客户端支持实时预览、参数配置、抓图、升级相机固件等功能。

	陶瓷产品动态图像处理训练平台
	1.平台整体
本平台由成像单元、运动机构单元、电控单元、图像处理单元组成。主要完成工件在直线往返运动过程中的产品尺寸测量、缺陷检测、二维码识别、OCR、产品计数等视觉检测任务。
2.相机
2K网口线阵彩色相机；
分辨率不低于2048*3；
CMOS芯片；
基础行频：58 kHz@Mono 8/Bayer RG 8/10/12、19 kHz@RGB 8/BGR 8；
数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容Fast Ethernet（100Mbit/s）；
镜头接口：M42*1.0，法兰后焦12 mm；
供电：12~24 VDC，支持PoE供电；
典型功耗5.7 W@12 VDC；
相机软件具备自标定功能，自标定功能可维持系统在≥30 天内免于二次标定；
相机LED 灯环可以红黄绿的灯环颜色来表征标定进度，识别相机标定数据采集情况；
可定位机器人，在仿真计算软件中接收定位数据，实现以下功能：记录机器人运动轨迹、使用不同颜色记录重复经过范围、计算覆盖面积及覆盖率及可根据实际情况增减障碍、调节机器人参数适配不同机型，模拟真实环境；
3.镜头
焦距：25 mm；
F数：F2.4~F16；
像面尺寸：Φ29 mm；
工作距离：150~inf mm；
滤镜安装尺寸：M58×P0.75；
光学畸变：-0.34%；
放大倍率范围：0.143x~0.001x；
接口类型：M42×P1。
4.线光源
外形尺寸：不低于250 mm×58 mm×90.5 mm；
发光区尺寸：不低于200 mm×17 mm；
色温：6000~7000K；
中心照度：≥100W Lux@WD=50 mm；
白色；
接口类型：19M-8H。
光源寿命：LED 使用寿命≥50000h
5.光源控制器
驱动方式：数字恒流；
发光方式：常亮、频闪；
通道数：2；
调光方式：面板按键、软件；
输出电压：48VDC；
输出电流：4A MAX；
输出功率：200W MAX；
单通道输出电流：4A MAX；
控制接口：RJ45、DB9F；
数字I/O：2路光耦隔离输入、2路光耦隔离输出；
光源输出接口：19M-8H(孔式)*2；
冷却方式：风扇冷却。
6.集中式工控机
处理器：不低于六核心处理器；
芯片组：不低于LGA 1200 插槽芯片组，mATX主板；
内存：不低于DDR4 16GB；
存储：不低于512GB 固态硬盘；
网络接口：≥2个Intel网口；
USB接口：≥4个USB3.0接口1，≥2个USB2.0接口，内置≥2个USB2.0插针，≥2个USB Dongle；
扩展接口：提供≥1个PCIe x16，≥1个PCIe x4，≥2个PCI接口；
显示器：不低于1920*1080@60Hz；不低于23英寸；
音频接口：Mic-in，Line-out；供电：110~240VAC；最大功耗：150/250/350W；
外形尺寸：≤330 mm×300 mm×159 mm（L*W*H）；
重量：≤约6.4~6.8 kg；
温度：工作温度：0~40°C，存储温度：-20℃~60℃；
湿度：20%~95%RH无冷凝；
7. 速度与范围
步进电机运动重复定位精度高于±5% 。
运动速度范围：0-600mm/s；
Y轴运动行程范围：0-300mm；
Z轴行程范围：0-160mm；
相机工作距离可调范围：0-300mm；
8.功率与尺寸
整机功率：600w；
整机尺寸(长宽高)：1500*1000*1470mm；
9.智能视觉图像处理软件
（1）自带图像处理软件算法库；
（2）集成如下图像处理工具：
①图像采集：图像源、多图采集、输出图像、缓存图像、光源；
②定位：模板匹配、图形定位、位置修正、BLOB分析、BLOB标签分析、圆查找、椭圆查找、阵列圆查找、直线查找、直线查找组合、多直线查找、边缘交点、四边形查找、平行线查找、平行线计算、矩形检测、中线查找、垂线查找、角平分线查找、卡尺工具、边缘查找、顶点检测、路径提取、目标跟踪；
③测量：线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、间距检测、像素统计、直方图工具；
④识别：DL读码、条码识别、二维码识别、DL字符定位、DL字符识别、DL单字符检测、字符识别、ML分类；
⑤缺陷检测：表面缺陷滤波、字符缺陷检测、异常检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、直线边缘缺陷检测、直线对缺陷检测、圆弧对缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘位置趋势分析、边缘对位置趋势分析；
⑥注册学习：注册分类、注册检测、注册分割、高精度注册检测；
⑦深度学习：DL（快速）图像分割、DL实例分割、DL目标检测、DL分类、DL图像检索、DL无监督分类、DL无监督分割；
⑧标定：N点标定、N图像标定、标定板标定、相机映射、映射标定、畸变标定、平移旋转标定、旋转标定、坐标系、标定加载；
⑨运算：单点对位、单点抓取、单点映射对位、单点纠偏、标定转换、点集对位、旋转计算、线对位、单位转换、变量计算、坐标转换；
⑩图像处理：图像二值化、图像滤波、形态学处理、图像增强、阴影校正、图像组合、图像归一化、图像运算、图像修正、仿射变换、逆仿射变换、图像缩放、几何变换、圆环展开、拷贝填充、畸变校正、图像矫正、图像拼接、清晰度评估、帧平均、多图融合；
⑪颜色处理：颜色抽取、颜色测量、颜色转换、颜色识别、颜色分割、彩图生成；
⑫拆分组合：划片拆分、二维阵列、多标签筛选、Box融合、Box重叠率计算、Box过滤；
⑬图像生成：圆拟合、椭圆拟合、直线拟合、几何创建；
⑭逻辑工具：条件分支、条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Python脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、触发模块、数据记录、图形收集、数据筛选、数据分类、数据排列；
⑮通信：接收数据、发送数据、相机IQ通信、协议解析、协议组装；
（3）支持串口：TCP等多种通讯模式和多种通讯协议，可对相机进行参数设定；
（4）软件集成光源控制模块，能够对光源进行亮度、模式、频闪等进行。
（5）软件采用流程设计、流程复用方式以及流程与事件触发机制的组合方式；
（6）图形化编程代替代码编程，提供的图形用户界面（Graphical User Interface，GUI）；支持通过拖拽式操作快速搭建方案；支持实时显示个视觉功能模块的运行状态；
（7）支持自定义用户运行界面，控件可自由拖放；
（8）支持三种开发模式：
模式一：直接在GUI上搭建视觉方案。
模式二：在GUI上搭建视觉方案后，基于SDK进行应用层的二次开发。
模式三：基于算子开发包进行算子层级的二次开发。可将算子封装为自定义的视觉工具，集成到自定义的检测流程中。
（9）支持软件二次开发（基于SDK）。SDK接口简单易上手。相较于自行开发视觉方案，基于SDK开发可节省90%的代码量。支持将新增控件可一键导入Visual Studio中，且支持基于QT、MFC、WPF和WinForm开发界面；
（10）基于并行异构计算加速技术、线程池及任务级并发技术、指令级和任务级并行处理技术；
（11）支持在线调试功能；
（12）支持数据排列、数据记录、数据筛选、数据分类，可将订阅模块的数据按照设置的条件进行记录、筛选、分类和排序；
（13）流程配置区域支持搜索和注释功能，搜索可在不同流程之间搜索指定模块，注释可在配置区域添加文字图层；
（14）支持流程及Group模块添加设置局部变量，减小程序复用时配置过程；
（15）支持坐标系模块，可在图像坐标系中自定义创建一个坐标系；
（16）支持彩图生成，可将3张灰度图分别作为R、G、B通道的图像，合成一张彩图；
（17）支持注册检测，可依据已注册的图像类别对图像进行目标检测，无需使用大规模数据进行训练，即可满足简单场景的分割需求；
（18）支持高精度注册检测，可提取更精细的图像特征，适用于物体和区域形态变化小，并且遮挡较少的简单场景。该模块需求训练数据量较少，可通过学习少量标注样本时实现目标检测；
（19）支持ROI转掩膜，可绘制/继承ROI区域，并可以在ROI内部绘制最多32边形的屏蔽区域，输出ROI和屏蔽区掩膜信息，提供其他模块订阅使用；
（20）支持数据统计可统计其他模块的运行耗时与运行状态也能统计变量的最值与极差，还可显示变量的变化折线图；
（21）相机管理功能，可添加2D全局相机、Dalsa图像采集卡连接的Camera Link相机、迈创采集卡连接的Camera Link相机和3D相机（3D激光轮廓传感器和RGB-D相机），按需配置相机参数；
（22）可通过设置通信协议和参数，连接到对应的外部通信设备，从外部设备接收数据的同时，也能将数据发送至外部设备。支持TCP、UDP、串口通信、Modbus、PLC等通信协议。使用时，可根据实际情况选择不同的协议类型；
（23）控制器管理功能，可对光源控制器以及视觉控制器的光源及IO等功能进行设置，支持10种不同类型控制，最多可同时添加16个设备；
（24）软件支持本机加密狗加密及授权码加密，本机加密狗支持私有化加密和共享加密，支持永久授权；
（25）提供客户端支持实时预览、参数配置、抓图、升级相机固件等功能。
10.配套数字化教材
按照新形态教材思路开发，教材需包含知识库、技能库及工作页。教材编写思路要求基于工作过程导向，包含知识索引、知识解析、技能索引、操作提示流程设计开发编写；知识库须对工作页教学任务所需知识点进行科学归类整合，并设置检索指引功能；配套开发工作页，要求其与教材紧密融合，依据六步教学法以及基于工作过程导向的思路，按照工作任务描述、工作任务目标、工作提示、工作过程、总结与提升的流程进行编写，且工作页教学任务实施所需的知识点与技能点在教材中均能通过内容索引查找。


2、 商务需求
1． [bookmark: _Toc12082]供货期：自合同签署之日起   15   工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2． [bookmark: _Toc32373]质保期：3年，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
3． [bookmark: _Toc1313]售后服务：供应商提供硬件终身保修、软件终身升级维护且采购人具有软件终身使用权，电话报修后  48 小时内上门服务、24小时内能够排除故障，质保期内以上服务产生的一切费用均包含在报价（合同价）中；
4． [bookmark: _Toc11528]培训（如需培训）：提供不少于10天 的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
5． [bookmark: _Toc28735]验收标准：（1）货物运抵买方指定地点后，由采购人和成交供应商组织相关人员共同对到货货物数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后开始安装，安装后进行破损性抽查；（2）交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中买方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求；技术参数需进行现场测试的，应以现场测试数据为准。③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。（3）对于不合格的货物，成交供应商必须在5个工作日内及时完成更换并重新进行验收。
6． 对于不合格的货物，中选申请人必须在5个工作日内及时完成更换并重新进行验收。
7． 产品必须标有产品名称、厂家、规格型号等的铭牌，铭牌信息必须与中标合同上一致；提供主要模块的价格明细清单。
8． 报价要求包含税费、材料费、人工费、运输费、安装以及可预见的所有费用。
9． [bookmark: _Toc27077]付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币    ，￥    ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币    ，￥    ），履约保证金待履约完成后无息返还。
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